
概要 ___________________________________
高画質マルチメディアインタフェース(HDMITM)スイッチ
のMAX4814Eは、低周波信号の経路設定を提供します。
MAX4814Eは、+5.0V ±10%の単一電源で動作し、複数
のHDMIソースを複数の負荷に接続する場合に最適です。

MAX4814Eは、双方向2:4 HDMIスイッチです。各ス
イッチは、5個の単極/単投(SPST)チャネルで構成され
ます。2つのチャネルは、低い3Ω (typ)オン抵抗を備え、
+5Vとドレイン(グランドリターン)を経路設定し、3つの
チャネルは、データを経路設定します。このデバイスは、
I2Cインタフェースまたはダイレクト制御ロジック入力
によってデバイスを制御するモード入力を備えています。

MAX4814E は、10mm x 10mmの64ピンTQFPパッ
ケージで提供され、-40℃～+85℃の拡張温度範囲で
動作します。

アプリケーション______________________
民生/産業用HDMI/DVITM (Digital Visual Interface)
スイッチボックス

ハイエンド民生用スイッチャ

スイッチング付きAVレシーバ

特長 _________________________________
♦ +5V/ドレインの切替え

♦ HPD (ホットプラグ検出)スイッチング

♦ DDC (ディスプレイデータチャネル)スイッチング

♦ ダイレクトエントリまたはI2C制御

♦ 低静止回路電流：1μA

♦ スイッチI/Oに±6kVヒューマンボディモデル(HBM)
ESD保護

♦ MAX3845のコンパニオンIC

♦ MAX3845用のI2C制御機能を提供

♦ 10mm x 10mmの小型64ピンTQFPパッケージ

♦ 2個のデバイスを使って、4:4または2:8構成対応に
最適化されたレイアウト
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型番 _________________________________

+は鉛フリーパッケージを示します。
*EP = エクスポーズドパッド。

PART TEMP RANGE
PIN-
PACKAGE

PKG
CODE

MAX4814EECB+ -40°C to +85°C 64 TQFP-EP* C64E-10

MAX4814E

SW0
5

SW1
5

SW2
5

SW3
5

EFN

DVI/HDMI 1
OR 

DVI/HDMI 2

DVI/HDMI 1
OR 

DVI/HDMI 2

DVI/HDMI 1
OR 

DVI/HDMI 2

DVI/HDMI 1
OR 

DVI/HDMI 2

DO
4

MAX3845

0.1μF

VDDMODE

4.5V TO 5.5V

5
DVI/HDMI 1 A

5
DVI/HDMI 2 B

SCL

SDA
μCONTROLLER

0.1μF
GND

ADDRESS SELECTION*

AD2

AD1

AD0

*SEE DEVICE ADDRESS SECTION.

VDD

標準I2C動作回路 ________________________________________________________________

ピン配置はデータシートの最後に記載されています。
HDMIはHDMI Licensing, LLCの商標です。

DVIはDigital Display Working Groupの商標です。

http://japan.maxim-ic.com
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ABSOLUTE MAXIMUM RATINGS

ELECTRICAL CHARACTERISTICS
(VDD = +5V ±10%, TA = -40°C to +85°C, unless otherwise noted. Typical values are at TA = +25°C, VDD = +5V. Note 2.)

Stresses beyond those listed under “Absolute Maximum Ratings” may cause permanent damage to the device. These are stress ratings only, and functional
operation of the device at these or any other conditions beyond those indicated in the operational sections of the specifications is not implied. Exposure to
absolute maximum rating conditions for extended periods may affect device reliability.

(Voltages referenced to GND. Note 1.)
VDD, A_, B_, SW_, EFN..........................................-0.3V to +6.0V
All Other Pins (except GND).........................-0.3V to VDD + 0.3V
Continuous Current, A_, B_ ..............................................±60mA
Continuous Current, VDD or GND...................................±100mA

Continuous Power Dissipation (TA = +70°C)
64-Pin TQFP (derate 31.3mW/°C above +70°C)........2508mW

Operating Temperature Range ...........................-40°C to +85°C
Junction Temperature ......................................................+150°C
Storage Temperature Range .............................-65°C to +150°C
Lead Temperature (soldering) .........................................+300°C

PARAMETER SYMBOL CONDITIONS MIN TYP MAX UNIT

Power-Supply Voltage VDD 4.5 5 5.5 V

Power-Supply Current IDD
E FN  =  unconnected ; al l  i np uts =  0;
al l  outp uts hi g h or  l ow , no l oad s

10 μA

EFN Leakage Current IL VEFN = VDD - 0.2V -2 +2 μA

LOGIC INPUTS (DA_, DB_, MODE, AD_)

Input Low Voltage DA_, DB_ VIL MODE = 0V 0.8 V

Input High Voltage DA_, DB_ VIH MODE = 0V 2 V

Input-Voltage Hysteresis DA_, DB_ VHYST MODE = 0V 150 mV

Input Low Voltage AD_ VIL MODE = VDD 0.8 V

Input High Voltage AD_ VIH MODE = VDD 2 V

Input-Voltage Hysteresis AD_ VHYST MODE = VDD 150 mV

Input Low Voltage MODE VIL 0.8 V

Input High Voltage MODE VIH 2 V

Input-Voltage Hysteresis MODE VHYST 150 mV

Input Leakage Current DA_, DB_ IL MODE = 0V ±1 μA

Input Leakage Current AD_ IL MODE = VDD ±1 μA

Input Leakage Current MODE IL ±1 μA

LOGIC OUTPUTS DO_

Output-Voltage Low VOL MODE = VDD, ISINK = 30μA 0.5 V

Output-Voltage High VOH MODE = VDD, ISOURCE = 26μA 2 V

Output Leakage Current IL
M OD E  =  V D D , outp ut at hi g h i m p ed ance,
V I N  =  1.5V 

±1 μA

Output Rise Time tR VOUT from 0.8V to 2.2V, CLOAD = 10pF 600 ns

ISOURCE -1
Output Short-Circuit Current ISC

ISINK +3
mA

Note 1: EFN must be either connected to VDD or left unconnected. EFN must not be connected to ground.
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ELECTRICAL CHARACTERISTICS (continued)
(VDD = +5V ±10%, TA = -40°C to +85°C, unless otherwise noted. Typical values are at TA = +25°C, VDD = +5V. Note 2.)

PARAMETER SYMBOL CONDITIONS MIN TYP MAX UNIT

ANALOG SWITCHES

On-Resistance Standard Switches:
A[1], A[2], A[3], B[1], B[2], B[3]

RON VIN = 2.5V, IIN = ±10mA 12 Ω

On-Resistance-Flatness Standard
Switches: A[1], A[2], A[3], B[1], B[2],
B[3]

RFLAT VIN = 0.8V, 2.5V, 3.7V 2.5 Ω

On-Channel -3dB Bandwidth
Standard Switches: A[1], A[2], A[3],
B[1], B[2], B[3]

BW RS = RL = 50Ω, CL = 35pF, Figure 1 190 MHz

Off-Isolation Standard Switches: A[1],
A[2], A[3], B[1], B[2], B[3]

VISO RS = RL = 50Ω, f = 1MHz, Figure 1 65 dB

Crosstalk Standard Switches: A[1],
A[2], A[3], B[1], B[2], B[3]

VCT RS = RL = 50Ω, f = 1MHz, Figure 1 75 dB

On-Capacitance Standard Switches:
A[1], A[2], A[3], B[1], B[2], B[3]

CON VDD = 4.5V, f = 1MHz, Figure 2 37 pF

Off-Capacitance Standard Switches:
A[1], A[2], A[3], B[1], B[2], B[3]

COFF VDD = 4.5V, f = 1MHz, Figure 2 15 pF

Charge Injection Q
VGEN = 1.5V, RGEN = 0Ω, CL = 100pF,
Figure 3

13 pC

On-Resistance +5V/Drain: A[0], A[4],
B[0], B[4]

RON VDD = 4.5V, VIN = 0V or VDD 3 Ω

Switch Leakage Current IL ±10 μA

I2C SPECIFICATIONS (SDA, SCL, MODE = VDD)

Input Low Voltage VIL 0.8 V

Input High Voltage VIH 2.4 V

Input-Voltage Hysteresis VHYST 450 mV

Input Leakage Current IL ±1 μA

Output-Voltage Low SDA VOL ISINK = 3mA 0.4 V

TIMING CHARACTERISTICS (Figure 4), MODE = VDD

Serial Clock Frequency fSCL VDD = 4.5V 100 400 kHz

Hold Time (Repeated) START
Condition (after this period the first
clock pulse is generated)

tHD,STA fSCL = 100kHz 4 μs

Low Period of the SCL Clock tLOW fSCL = 100kHz 4.7 μs
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Note 2: Limits at TA = -40°C are guaranteed by design.

ELECTRICAL CHARACTERISTICS (continued)
(VDD = +5V ±10%, TA = -40°C to +85°C, unless otherwise noted. Typical values are at TA = +25°C, VDD = +5V. Note 2.)

PARAMETER SYMBOL CONDITIONS MIN TYP MAX UNIT

High Period of the SCL Clock tHIGH fSCL = 100kHz 4 μs

Setup Time for a Repeated START
Condition

tSU,STA fSCL = 100kHz 4.7 μs

Data Hold Time tHD,DAT fSCL = 100kHz 25 μs

Data Setup Time tSU,DAT fSCL = 100kHz 250 ns

ESD PROTECTION (HUMAN BODY MODEL)

SW_, A_, B_ Referenced to GND ±6

All Other I/Os
ESD

±2
kV
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MEASUREMENTS ARE STANDARDIZED AGAINST SHORTS AT IC TERMINALS. 
OFF-ISOLATION IS MEASURED BETWEEN SW_  AND "OFF" A_  OR B_  TERMINAL ON EACH SWITCH. 
ON-LOSS IS MEASURED BETWEEN SW_  AND "ON" A_ OR B_TERMINAL ON EACH SWITCH. 
CROSSTALK IS MEASURED FROM ONE CHANNEL TO ALL OTHER CHANNELS.
SIGNAL DIRECTION THROUGH SWITCH IS REVERSED; WORST VALUES ARE RECORDED.
 

+5V

VOUT

VDD

B_

A_

SW_

VIN

MAX4814E

OFF-ISOLATION = 20log  
VOUT

                                          VIN

          ON-LOSS = 20log  
VOUT

                                          VIN

          CROSSTALK = 20log  
VOUT

                                               VIN

NETWORK
ANALYZER

50Ω

50Ω 50Ω

50Ω

MEAS REF

0.1μF

50Ω

GND

図1. オンロス、オフアイソレーション、およびクロストーク

CAPACITANCE
METER A_ OR 

B_

SW_

GND

VIL
OR
VIH

0.1μF
+5V

VDD

f = 1MHz

MAX4814E
DB_
DA_

OR
SDA
SCL

図2. チャネルオフ/オン容量

VOUT 

OFF
ON

OFF

ΔVOUT

Q = (ΔVOUT)(CL)

IN DEPENDS ON SWITCH CONFIGURATION;
INPUT POLARITY DETERMINED BY SENSE OF SWITCH.

OFF
ON

OFF

MAX4814E

VGEN
GND

SW_

CL

VOUT 
A_
OR B_

VINL TO VINH

RGEN

0.1μF

VDD

+5V

DB_
DA_

OR
SDA
SCL

DB_
DA_

OR
SDA
SCL

DB_
DA_ OR

SDA
SCL

図3. チャージインジェクション
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標準動作特性___________________________________________________________________________
(VDD = +5V, TA = +25°C, unless otherwise noted.)
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端子説明 _______________________________________________________________________________

1, 16, 24, 25, 33, 48, 56, 57 GND

2, 15, 34 I.C.

3 A[0]

4 A[1]

5 A[2]

6 A[3]

7 A[4]

8, 9, 17, 32, 40, 41, 49, 64 VDD

10 B[0]

11 B[1]

12 B[2]

13 B[3]

14 B[4]

18 MODE

19 SDA

20 SCL

21 AD0

22 AD1

23 AD2

26 SW3[4]

27 SW3[3]

28 SW3[2]

29 SW3[1]

30 SW3[0]

31, 50 EFN

35 SW2[4]

36 SW2[3]

37 SW2[2]

38 SW2[1]

39 SW2[0]

42 SW1[4]

43 SW1[3]

44 SW1[2]

端子 名称 機能

グランド。すべてのGND端子をともに接続する必要があります。

内部で接続されています。I.C.を未接続のままにします。

スイッチA I/O 0。A[0]は3Ω (typ)抵抗を備え、5Vまたはドレインを切り替えます。

スイッチA I/O 1。A[1]は12Ω (typ)抵抗を備え、データを切り替えます。

スイッチA I/O 2。A[2]は12Ω (typ)抵抗を備え、データを切り替えます。

スイッチA I/O 3。A[3]は12Ω (typ)抵抗を備え、データを切り替えます。

スイッチA I/O 4。A[4]は3Ω (typ)抵抗を備え、5Vまたはドレインを切り替えます。

正の電源電圧入力。VDDを+5V電源電圧に接続します。0.1μFのコンデンサでVDDを
GNDにバイパスします。すべてのVDD端子をともに接続する必要があります。

スイッチB I/O 0。B[0]は3Ω (typ)抵抗を備え、5Vまたはドレインを切り替えます。

スイッチB I/O 1。B[1]は12Ω (typ)抵抗を備え、データを切り替えます。

スイッチB I/O 2。B[2]は12Ω (typ)抵抗を備え、データを切り替えます。

スイッチB I/O 3。B[3]は12Ω (typ)抵抗を備え、データを切り替えます。

スイッチB I/O 4。B[4]は3Ω (typ)抵抗を備え、5Vまたはドレインを切り替えます。

MODE選択入力。I2C制御モードを選択するには、MODEをVDD (MODE = 1)に接続します。
ダイレクト制御モードを選択するには、MODEをGND (MODE = 0)に接続します。

I2C対応シリアルデータI/O

I2C対応シリアルクロック入力

プログラマブルI2Cアドレスビット。AD[0]はデバイスのI2Cアドレスを設定します。
ユーザ選択可能なデバイスアドレスビット、LSB、LSB+1、MSB (図5参照)

プログラマブルI2Cアドレスビット。AD[1]はデバイスのI2Cアドレスを設定します。
ユーザ選択可能なデバイスアドレスビット、LSB、LSB+1、MSB (図5参照)

プログラマブルI2Cアドレスビット。AD[2]はデバイスのI2Cアドレスを設定します。
ユーザ選択可能なデバイスアドレスビット、LSB、LSB+1、MSB (図5参照)

スイッチ3 I/O 4

スイッチ3 I/O 3

スイッチ3 I/O 2

スイッチ3 I/O 1
スイッチ3 I/O 0

ESD保護。±15kV ESD HBM保護には、外付け0.1μFコンデンサでEFNをGNDに接続し
ます。EFNからGNDへのコンデンサは、ESDエネルギー用の追加の放電経路を提供します。

スイッチ2 I/O 4

スイッチ2 I/O 3

スイッチ2 I/O 2

スイッチ2 I/O 1

スイッチ2 I/O 0

スイッチ1 I/O 4

スイッチ1 I/O 3

スイッチ1 I/O 2
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詳細 _________________________________
MAX4814Eは、低周波DVI/HDMI信号の経路設定を提供
します。MAX4814Eは、双方向2:4 DVI/HDMIスイッチ
です。各スイッチは、5個の単極/単投(SPST)チャネルで
構成されます。これらのチャネルは、低い3Ω(typ)オン
抵抗を備え、+5Vとドレインを経路設定し、3つのチャ
ネルは、データを経路設定します。チャネルA0、A4、
B0、B4、SW_0、およびSW_4は、3Ω (typ)オン抵抗
を備え、+5Vとドレインを経路設定します。残りのチャ
ネルA1～A3、B1～B3、SL0_3、およびSW_1は、12Ω
(typ)オン抵抗を備え、データを経路設定します。この
デバイスは、ダイレクト制御ロジック入力またはI2Cイン
タフェースによってデバイスを制御するモード入力を
備えています。ダイレクト制御ビットを使用しデバイス
を制御するには、MODEをGNDに接続します。I2Cを使
用してデバイスを制御するには、MODEをVDDに接続
します。I2Cモードでは、MAX4814EはMAX3845を
制御します(図5参照)。

アナログ信号のレベル

全電圧範囲(0V～VDD)の信号入力は、最小変化のオン抵抗
によって、スイッチをパススルーします(｢標準動作特性｣
を参照)。各スイッチは双方向です。そのため、スイッチ
A_、スイッチB_、およびスイッチSW_は、入力または
出力にすることができます。

スイッチ制御

MAX4814Eは、I2Cインタフェースまたはダイレクト
制御ロジック入力によってデバイスを制御するモード
入力を備えています。ダイレクト制御入力DA_および
DB_を使用してデバイスを制御するには、MODEを
GND (モード0)に接続します(表1と図6を参照)。I2C
インタフェースを使用してデバイスを制御するには、
MODEをVDD (モード1)に接続します。

ダイレクト制御方式(モード0)
モード0では、DA0/DO0は、入力DA0となり、DA1/
DO1は入力DA1となり、DA2/DO2は入力DA2となり、
DB0/DO3は入力DB0となります。入力DB1とDB2は
イネーブルにされます。

端子説明(続き)__________________________________________________________________

45 SW1[1]

46 SW1[0]

47 N.C.

51 SW0[4]

52 SW0[3]

53 SW0[2]

54 SW0[1]

55 SW0[0]

58 DA0/DO0

59 DA1/DO1

60 DA2/DO2

61 DB0/DO3

62 DB1

63 DB2

EP EP

端子 名称 機能

スイッチ1 I/O 1

スイッチ1 I/O 0

接続なし。内部で接続されていません。

スイッチ0 I/O 4

スイッチ0 I/O 3

スイッチ0 I/O 2

スイッチ0 I/O 1

スイッチ0 I/O 0

ダイレクト制御ビットI/O。モード0では、DA0/DO0は、入力、DA0として設定され、
スイッチ接続を制御します。モード1では、DA0/DO0は、出力、DO0として設定され
ます。出力ビットは、MAX3845を駆動するために使用されます。

ダイレクト制御ビットI/O。モード0では、DA1/DO1は、入力、DA1として設定され、
スイッチ接続を制御します。モード1では、DA1/DO1は、出力、DO1として設定され
ます。出力ビットは、MAX3845を駆動するために使用されます。

ダイレクト制御ビットI/O。モード0では、DA2/DO2は、入力、DA2として設定され、
スイッチ接続を制御します。モード1では、DA2/DO2は、出力、DO2として設定され
ます。出力ビットは、MAX3845を駆動するために使用されます。

ダイレクト制御ビットI/O。モード0では、DB0/DO3は、入力、DB0として設定され、
スイッチ接続を制御します。モード1では、DB0/DO3は、出力、DO3として設定され
ます。出力ビットは、MAX3845を駆動するために使用されます。

ダイレクト制御ビットI/O。モード0では、DB1は、入力として設定されます。モード1
では、DB1はハイインピーダンスです。

ダイレクト制御ビットI/O。モード0では、DB2は、入力として設定されます。モード1
では、DB2はハイインピーダンスです。

エクスポーズドパッド。エクスポーズドパッドをグランドに接続します。放熱特性を
高めるため、EPをできる限り広い銅面積に接続します。EPを唯一のグランド接続と
して使用しないでください。



モード0では、ダイレクト制御入力DA_とDB_は、スイッチ
の接続を制御するために使用されます。DA2は、スイッチ
Aのイネーブルとして使用され、DB2は、スイッチBの
イネーブルとして使用されます。DA2をVDDに接続す
ると、スイッチAがイネーブルにされ、DA2をGNDに
接続すると、スイッチAがディセーブルにされます。
DB2をVDDに接続すると、スイッチBがイネーブルに

され、DB2をGNDに接続すると、スイッチBがディセー
ブルにされます。入力DA0とDA1は、スイッチAのス
イッチSW_と入力DB0とDB1への接続を選択します。
スイッチBのSW_への接続を選択します。ピン配置に
ついては、表3aを参照してください。詳細については、
表3bを参照してください。
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モード1では、スイッチ接続はI2Cインタフェースを通
じて制御されます。入力SDAとSCLは、レジスタR0と
R1をプログラムします。レジスタR0、ビット[7～2]は、
スイッチAとスイッチBのスイッチSW_への接続を選択
します(｢I2Cレジスタとビットの説明｣の項を参照)。

レジスタR1のビットは、データを出力DO_に伝送します。
出力DO_のデータは、MAX3845との通信に使用され
ます。モード1では、DA0/DO0は、出力DO0となり、
DA1/DO1は出力DO1となり、DA2/DO2は出力DO2と
なり、DB0/DO3は出力DO3となります。DB1とDB2は
ハイインピーダンスです。ピン配置については、表3a
を参照してください。R1のDO_出力マッピングについ
ては、表4を参照してください。

I2Cレジスタとビットの説明 ______________
2つの内蔵レジスタ(ROとR1)は、MAX4814Eをプロ
グラムします。表2は、両方のレジスタ、各アドレス、
およびパワーアップデフォルト状態を示しています。
レジスタはともに、読取り/書込みレジスタです。

レジスタR0では、ビットBAENは、スイッチAのイネー
ブルとして使用され、ビットBBENは、スイッチBのイ
ネーブルとして使用されます。1をビットBAENに書き
込むとスイッチAがイネーブルにされ、0をビットBAEN
に書き込むとスイッチAがディセーブルにされます。1を
ビットBBENに書き込むとスイッチBがイネーブルにされ、
0をビットBBENに書き込むとスイッチBがディセーブル
にされます。BASEL1とBASEL0は、スイッチAのスイッチ
SW_への接続を選択し、BBSEL1とBBSEL0は、スイッチ
BのスイッチSW_への接続を選択します(表6参照)。

I2CレジスタR0の2個のLSBビット
2個のLSBは、00としてハードコードされます。レジ
スタR0は、2個のLSBに書き込まれる任意の値を無視し
ます。レジスタR0が読み取られると、ハードコーディング
された値が返されます。

バンクAイネーブル(BAEN)とバンクBイネーブル
(BBEN)ビット
1 = イネーブル
0 = ディセ-ブル

バンクA選択(BASEL1/BASEL0)と
バンクB選択(BBSEL1/BBSEL0)ビット
ビットBASEL1とBASEL0は、スイッチAの接続先のス
イッチSW_を選択します。ビットBBSEL1とBBSEL0は、
スイッチBの接続先のスイッチSW_を選択します(表6参照)。

パワーオンデフォルト状態
パワーがMAX4814Eの内蔵パワーオンリセット(POR)
に供給されると、回路は、レジスタR0とR1をそのデフォ
ルト状態に設定します。レジスタR0は、すべてゼロ、
または00hに設定され、レジスタR1は、10101010、
またはAAhに設定されます(表2参照)。

レジスタR0がすべてゼロの場合、バンクAとBの両方が
ディセーブルにされます。レジスタR0がマッピングを
切り替えるには、表6を参照してください。レジスタR1
をAAhに設定すると、DO_の出力はハイインピーダンス
に強制されます。

注：出力DO_は、MAX4814Eがコンパニオンなしで使
用されるとき、MAX3845と通信するために使用され
ます。MAX3845とMAX4814Eは、I2Cインタフェース
(MODE = 1)を使用します。すべてのDO_出力は、10kΩ
抵抗を通じてGNDに接続される必要があります。

DVI/HDMI 2:4低周波ファンアウトスイッチ
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X = ハードワイヤードコード、ユーザによるプログラム不可。

表1. モード設定
INPUT PIN

MODE
OPERATION

0 Puts the device in mode 0. The direct-control inputs DA_ and DB_ control the switches.

1
P uts the d evi ce i n m od e 1. The sw i tches ar e contr ol l ed  b y the I2 C  i nter face. D O _ b ecom es an acti ve outp ut.
Inp uts D B1 and  D B2 ar e hi g h i m p ed ance.

表2. I2Cレジスタマップ
BIT POWER-UP

REGISTER
7 6 5 4 3 2 1 0

ADDRESS
BINARY HEX

R0 BBEN
BBSE

L1
BBSEL0 BAEN BASEL1

BASE
L0

X X 0x00
0000
0000

00

R1
D O3
H i g h

Im p ed ance

DO3
Data

DO2
High

Im p ed ance

DO2
Data

DO1
High

Im p ed ance

DO1
Data

DO0
High

Im p ed ance

DO0
Data

0x01
1010
1010

AA



I2C対応インタフェース

MAX4814Eは、反復スタートを使用するI2Cインタ
フェースを備えています。MAX4814EのI2Cインタ
フェースは、I2Cバス規格(バージョン2.1、2000年1月)
を指します。

デバイスアドレス

MAX4814Eは、外部入力によって選択可能なデバイス
アドレスを持っています。スレーブアドレスは、4個の
固定ビット(B7～B4、0111に設定)、および3個のピン
プログラマブルビット(AD2～AD0)で構成されています
(表7参照)。
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表3a. DA_、DB_、およびDO_の入力/出力設定
PIN CONFIGURATION

MODE
DA0/DO0 DA1/DO1 DA2/DO2 DB0/DO3 DB1 DB2

0 DA0, Input DA1, Input DA2, Input DB0, Input DB1, Input DB2, Input

1 DO0, Output DO1, Output DO2, Output DO3, Output High Impedance High Impedance

表3b. モード0ダイレクト制御設定

PIN CONNECTION

DB1 DB0 DA1 DA0
OPERATION

0 0 0 0 Connect A to SW0 B is high impedance

0 0 0 1 Connect A to SW1 Connect B to SW0

0 0 1 0 Connect A to SW2 Connect B to SW0

0 0 1 1 Connect A to SW3 Connect B to SW0

0 1 0 0 Connect A to SW0 Connect B to SW1

0 1 0 1 Connect A to SW1 B is high impedance

0 1 1 0 Connect A to SW2 Connect B to SW1

0 1 1 1 Connect A to SW3 Connect B to SW1

1 0 0 0 Connect A to SW0 Connect B to SW2

1 0 0 1 Connect A to SW1 Connect B to SW2

1 0 1 0 Connect A to SW2 B is high impedance

1 0 1 1 Connect A to SW3 Connect B to SW2

1 1 0 0 Connect A to SW0 Connect B to SW3

1 1 0 1 Connect A to SW1 Connect B to SW3

1 1 1 0 Connect A to SW2 Connect B to SW3

1 1 1 1 Connect A to SW3 B is high impedance

注：スイッチAとスイッチBが同じSW_に接続された場合、スイッチAが優先され、スイッチBはハイインピーダンスとなります。

PIN CONNECTION

DA2
OPERATION

0 Bank A switches are disabled

1 Bank A switches are enabled. Switch A connections depend on the DA0 and DA1 inputs.

PIN CONNECTION

DB2
OPERATION

0 Bank B switches are disabled

1 Bank B switches are enabled. Switch B connections depend on the DB0 and DB1 inputs.
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たとえば、AD0、AD1、およびAD2がグランドにハード
ワイヤードされている場合、完全アドレスは、0111000
です。この完全アドレスは、最上位(MSB)の7ビット、
および後続の読取り/書込みビットとして定義されます。
MAX4814Eを読取りモードに設定するには、読取り/
書取りビットを1に設定します。MAX4814Eを書込み
モードに設定するには、読取り/書取りビットを0に設定
します。このアドレスは、START条件の後にMAX4814E
に送信される情報の最初のバイトです。

アプリケーション情報 ____________________

ESD保護

すべてのマキシムデバイスと同様、すべての端子にはESD
保護構造が組み込まれており、取扱いや組立て時に発生
する静電放電から保護します。スイッチA、スイッチB、
およびスイッチSW_は、静電気からさらに保護されて
います。マキシムの技術者たちは、損傷なく±6kVの
ESDからこれらの端子を保護する最先端技術の構造を
開発しました。ESD構造は、通常動作やデバイスのパ

ワーダウン時の高ESDに耐えます。ESD保護は、さま
ざまな方法で試験することができます。スイッチA、ス
イッチB、およびスイッチSW_のESD保護は、MIL-STD-
883を使った±6kV (ヒューマンボディモデル)を特長と
します。

ESD試験条件

ESD性能は、さまざまな条件によって決まります。試験
のセットアップ、試験方法、および試験結果を記載した
信頼性レポートについては、マキシムまでお問い合わ
せください。

ヒューマンボディモデル

図7は、ヒューマンボディモデルを示し、図8は、ロー
インピーダンスに放電されたときにヒューマンボディ
モデルが生成する電流波形を示しています。このモデル
は、100pFのコンデンサで構成され、測定対象のESD
電圧まで充電された後、1.5kΩの抵抗を通じて試験機
器に放電されます。

DVI/HDMI 2:4低周波ファンアウトスイッチ
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表4. I2CレジスタR1 (0X01)のDO_マッピング
PIN REGISTER R1 (0x01)

MODE BIT 7 BIT 6 BIT 5 BIT 4 BIT 3 BIT 2 BIT 1 BIT 0

OUTPUT PIN

CONFIGURATION

1 — — — — — — 0 0 DO0 0

1 — — — — — — 0 1 DO0 1

1 — — — — — — 1 X DO0 Hi-Z

1 — — — — 0 0 — — DO1 0

1 — — — — 0 1 — — DO1 1

1 — — — — 1 X — — DO1 Hi-Z

1 — — 0 0 — — — — DO2 0

1 — — 0 1 — — — — DO2 1

1 — — 1 X — — — — DO2 Hi-Z

1 0 0 — — — — — — DO3 0

1 0 1 — — — — — — DO3 1

1 1 X — — — — — — DO3 Hi-Z

表5. I2CレジスタR0 (0x00)
REGISTER R0 (0x00)

BIT 7 BIT 6 BIT 5 BIT 4 BIT 3 BIT 2 BIT 1 BIT 0

BBEN BBSEL1 BBSEL0 BAEN BASEL1 BASEL0 X X

X = ハードワイヤード、ユーザによるプログラム不可。

X = 任意。



電源バイアスとシーケンス

すべてのCMOSデバイスに適切な電源シーケンスが推奨
されます。絶対最大定格を超えないでください。リスト
された定格を上回るストレスはデバイスへの永久的な
損傷を引き起こす可能性があります。常に、まずVDD、

続いて、スイッチ入力、およびロジック入力の順にシー
ケンスします。できる限りデバイス近くに配置した
0.1μFのコンデンサを使用し、1つ以上のVDD入力を
グランドにバイパスします。最適な性能を得るために
可能な最小物理サイズを使用します。
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表6. スイッチ選択真理値表
DA_, DB_ INPUTS/REGISTER R0 BITS SWITCH A AND B TO SW_ CONNECTIONS

DB2/

BBEN

DB1/

BBSEL1

DB0/

BBSEL0

DA2/

BAEN

DA1/

BASEL1

DA0/

BASEL0

B TO

SW3

B TO

SW2

B TO

SW1

B TO

SW0

A TO

SW3

A TO

SW2

A TO

SW1

A TO

SW0

0 X X 0 X X — — — — — — — —

0 X X 1 0 0 — — — — — — — 1

0 X X 1 0 1 — — — — — — 1 —

0 X X 1 1 0 — — — — — 1 — —

0 X X 1 1 1 — — — — 1 — — —

1 0 0 0 X X — — — 1 — — — —

1 0 0 1 0 0 — — — 0 — — — 1

1 0 0 1 0 1 — — — 1 — — 1 —

1 0 0 1 1 0 — — — 1 — 1 — —

1 0 0 1 1 1 — — — 1 1 — — —

1 0 1 0 X X — — 1 — — — — —

1 0 1 1 0 0 — — 1 — — — — 1

1 0 1 1 0 1 — — 0 — — — 1 —

1 0 1 1 1 0 — — 1 — — 1 — —

1 0 1 1 1 1 — — 1 — 1 — — —

1 1 0 0 X X — 1 — — — — — —

1 1 0 1 0 0 — 1 — — — — — 1

1 1 0 1 0 1 — 1 — — — — 1 —

1 1 0 1 1 0 — 0 — — — 1 — —

1 1 0 1 1 1 — 1 — — 1 — — —

1 1 1 0 X X 1 — — — — — — —

1 1 1 1 0 0 1 — — — — — — 1

1 1 1 1 0 1 1 — — — — — 1 —

1 1 1 1 1 0 1 — — — — 1 — —

1 1 1 1 1 1 0 — — — 1 — — —

― = 接続なしを示します。
1 = スイッチ接続を示します。
0 = スイッチBがハイインピーダンスであることを示します。
X = 任意。

表7. MAX4814Eデバイスアドレス
B7 B6 B5 B4 B3 B2 B1 B0

0 1 1 1 AD2 AD1 AD0 R/W

Fixed User Selected —
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図4. 2線式シリアルインタフェースタイミング図
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図6. モード0：ダイレクト制御
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図7. ヒューマンボディのESD試験モデル
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図8. ヒューマンボディの電流波形
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また、複数のVDD入力をバイパスすることが推奨され
ます。優れた方法は、0.1μFのコンデンサで1つのVDD
入力をバイパスし、1nF～10nFのコンデンサ(0603
以下の物理サイズのセラミックコンデンサ使用)で2つ
目以降のVDDをバイパスする方法です。

チップ情報_______________________________
PROCESS: BiCMOS

ピン配置 _______________________________________________________________________________
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